Solution for researching

24-Ton-Integrierte Heizpresse 200X200Mm Fur

Laborprobenvorbereitung
ArtikelInummer: XP55

Mehr erfahren

Einfuhrung

Professionelle integrierte Heizpresse mit 24
Tonnen Presskraft und 200x200mm beheizten
Platten, ideal flr Batterieforschung,
Materialprifung und Probenvorbereitung.
Prazise Temperaturregelung bis zu 300°C sorgt
far zuverlassige, konsistente Ergebnisse.

Batterieelektroden- & -
elektrolyt-Pressen

Pragen & Laminieren von
Polymerfolien

FTIR- & XRF-
Pelletvorbereitung

Entwicklung von
Verbundwerkstoffen

Pilotproduktion von
Pharmatabletten

Pulvermetallurgisches
Sintern

Halbleiter-Wafer-Bonden

Konsolidierung von Kathoden-/Anodenpulvern und Bildung von
Festkorperelektrolyt-Pellets fur Lithium-lonen- und Batteriezellen der nachsten
Generation.

Thermisches Verbinden von mehrschichtigen Polymerfolien, Versiegeln von
Mikrofluidik-Chips und Oberflachentexturierung fiir Lab-on-a-Chip-Gerate.

Herstellung transparenter KBr-Pellets fir Infrarotspektroskopie und
Schmelzperlen fiir Rontgenfluoreszenzanalyse.

HeiBpressen von Metallmatrixverbundwerkstoffen, keramikverstarkten
Polymeren und Konsolidierung von Kohlefaser-Prepregs.

Kleinstmengenkompression von Pulvermischungen zu Tabletten fiir
Formulierungsversuche und Stabilitatsstudien.

Vorkompaktion von Metall- und Keramikpulvern bei erhdhten Temperaturen vor
dem endglltigen Sintern.

Thermisches Kompressionsbonden von Siliziumwafern oder Chip-on-Flex-
Baugruppen unter Verwendung kontrollierter Kraft und Temperatur.

GleichmaRige Dichteverteilung verhindert Hot Spots und sorgt
fur konsistente lonenleitfahigkeit tiber den Pellet hinweg.

Praise Temperatur- und Druckregelung bewahrt empfindliche
Nanostrukturen ohne thermische Degradation.

Eliminiert Lufteinschlisse und Dickeschwankungen und liefert
reproduzierbare spektrale Baselines.

Maximiert die Fasernetzung und Hohlraumeliminierung unter
kontrollierten Warme- und Druckprofilen.

Volle Datenprotokollierung der Pressparameter unterstitzt
FDA/EMA-Dokumentation und Skalierungsstudien.

Erhoht die Griindichte und reduziert den Sinterschwund,
verbessert die Genauigkeit der Endform.

Erzielt gleichméaRige Bondlinien ohne Hohlraume, kritisch fir
die Herstellung von mikro-elektro-mechanischen Systemen
(MEMS).

Parameter _

Modell

Presskapazitat

Platten-Arbeitstemperatur

Heizleistung (Gesamt)
Plattenabmessungen
Plattenkihlung
Temperaturregelung
Anzeige & Steuerung

Stromversorgung

Gesamtabmessungen (B x T x H)

XP55

0 - 24 Tonnen

Umgebung - 300 °C

1200 W (2 x 600 W)

200 x 200 mm

Integrierte Wasserzirkulation

Dual-Zone PID mit +2 °C Stabilitat

4,3-Zoll-Touchscreen, programmierbar

220V, 50 Hz, einphasig

950 x 260 x 525 mm
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Parameter _

Nettogewicht 180 kg

info@kindle-tech.com | https://kinteksolution.com



mailto:info@kindle-tech.com
https://kinteksolution.com?utm_source=pdf

